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智能硬件：终端持续放量 产业走向高端

（一） 行业投资概况
近几年来，在经济放缓、利润

收窄、监管变化和技术发展等多重

挑战因素影响下，全球贸易和投资

热情渐退，资本注入逐年降低。然

而，对于发展中国家，特别是对于

中国而言，吸引投资促进产品高质

量发展并扩大出口，以支持工业

化、信息化、经济多样化和结构转

型，这种需求依然迫切。

从全球范围来看，大多数发

展中国家和发达国家采取的新工

业政策几乎都依赖于吸引投资。

然而，生产性投资近年来整体呈

下降趋势。因此，对于工业产能

的 市 场 流 动 投 资 变 得 越 来 越 困

难，竞争也越来越激烈。而对投

资的需求一直很强劲，但供应正

在减少，市场环境则不如以前友

好。在此背景下，越来越多的投

资者正在将环境、社会和治理因

素纳入投资决策，以提高收益，降

低风险。

从各行业总体投资的平行视

角来看，2014—2019 年间，我国企

业服务、医疗健康和金融服务累计

投资数量位列全行业前三，投资数

量（累计值）分别为 10675、6720 和

5379次；投资金额（累计值）分别为

15756 亿元、11409 亿元和 12597 亿

元。中国智能硬件按累计投资数

量统计位居第六名，投资数量（累

计值）为 3179 次，投资金额（累计

值）为4614亿元。

（二） 智能硬件投资总数
从投资数量来看，2014—2019

年 中 国 智 能 硬 件 投 资 数 量 累 计

3179 次。2019 年中国智能硬件投

资数量共 298 次，主要集中在 A 轮，

占 比 49.8% ；从 投 资 金 额 来 看 ，

2014—2019 年中国智能硬件投资金

额累计约 4614 亿元，其中以 2017 年

资本注入最为高涨，超过千亿元。

自 2018 年开始，资本市场资金注入

渐缓，回归理性。从投资轮次来

看，2019 年中国智能硬件投资金额

为 789.7 亿元，主要集中在 B 轮，占

比为29.6%。

全球市场
1.市场规模及预测

随着新一代信息技术的逐渐成

熟、概念的虚热渐退、行业的理性洗

牌，智能硬件行业从 2014 年开始进

入了发展正轨。从全球市场规模来

看，2014—2018年智能硬件终端产品

出货量从19.9亿部（台）增至32.5亿

部（台），同比增长率均在8%以上，智

能硬件产品市场日渐稳定。预计到

2025 年，全球智能硬件终端产品出

货量将进一步扩大到90.58亿部，年

均复合增长率将达到13.5%。

2.市场结构及预测

从全球市场结构来看，2019年，

在全球智能硬件细分领域中智能移

动通信设备出货量为17.7亿部，智能

可穿戴设备出货量为2.3亿部，智能

车载设备出货量为1.2亿台，智能健

康医疗设备出货量为6.3亿台，智能

家居设备出货量为8.4亿台，工业级

智能硬件出货量为0.8亿台，智能机

器人出货量为 0.2 亿台，无人机为

0.04亿台。按终端产品出货量统计，

预计到 2025 年，全球智能硬件细分

领域排名前三的分别为：智能移动

通信设备、智能健康医疗设备和智

能家居设备，市场占比分别为48%、

19%和17%。从产品结构来看，本文

以智能手机出货量为基准参考点，

作出 2019—2025 智能终端产品市

场出货量潜力增长预测分析结果

为：预计到 2025 年，全球智能硬件

细分领域增速排名前三的为智能机

器人、工业级智能硬件设备和智能

健康医疗设备，年均复合增长率分

别为35.0%、27.9%和15.7%。

中国市场
1.市场规模及预测

在全球加快拓展数字生态系

统，推动全业务转型的智能革新思

维下，中国智能硬件产业正顺应市

场新需求，终端产品从中低端向着

高端不断转化。为此，领军者将突

破数字化前沿，将智能终端产品创

新推至发展新高度。从中国市场规

模来看，2019 年，中国智能硬件终

端产品市场出货量将达到7.7亿部；

预计到 2025 年，在 5G 和人工智能

等新一代信息技术的影响下，中国

智能终端产品出货量将达到36.12亿

部，年均复合增长率将达到24.8%。

2.市场结构及预测

从中国市场结构来看，2019 年，

在中国智能硬件产业各细分领域中按

照出货量统计排名前三的为智能移动

通信设备、智能家居设备和智能可穿

戴设备，出货量分别为4.62亿部、1.02

亿台和 0.83 亿部；市场占比分别为

60%、13%和 11%。预计到 2025年，中

国智能硬件细分领域中排名前三的依

次是智能移动通信设备、智能家居设

备和智能健康医疗设备，终端产品市

场出货量分别为 17.02亿部、7.69亿

部和 5.24 亿部，市场占比分别为

47.1%、21.3%和 14.5%。从产品结构

来看，本文以智能手机出货量为基准

参考点，作出 2019—2025 年智能终

端产品市场出货量潜力增长预测分

析结果为：预计到2025年，中国智能

硬件细分领域增速排名前三的为智

能车载设备、智能健康医疗设备和

智能机器人，年均复合增长率分别

为48.2%、38.0%和37.3%。

四个环节构成智能硬件产业链

智能硬件产业链分为四个主
要环节，分别是：基础感知层、
网络传输层、系统平台层及终端
应用层。

1. 基础感知层

回首过去10年，全球半导体产
业增长主要依赖于智能手机、智能
控制和汽车电子等强劲的需求驱
动，以及物联网、云计算等技术应
用的扩增。受益于经济增长，移动
通信的崛起以及部分全球最重要
的半导体厂商的聚集，自2013年开
始，中国半导体产业规模不断扩
大，产业增速持续加快。截至2018
年，中国占了全球近1/3的市场份
额。可以说，中国已经成为半导体
产业发展的热点地区，预计这种增
长态势有望持续至下一个十年。

随着消费类电子产品需求饱
和，半导体产业的增长也将趋于
平缓，然而，许多新兴领域的智
能化发展将为半导体产业带来新
机遇。中国半导体产业未来增长
稳定的市场驱动力量主要来自于

现有终端产品向着高端环节的再
强化、人工智能和 5G 网络等新
一代信息技术的融合创新，以及
智能硬件产业的迅速增长。

从全球半导体产业转移态势
来看，亚太地区已经成为半导
体产业发展的热点地区，聚集
了部分重要的半导体厂商，半
导体产业格局正在亚太地区不
断演化，亚太地区半导体产品
需求不减，仍将是全球最大的
半导体消费市场。

2. 网络传输层

无线通信技术是智能硬件进
行高速率、大批量数据交互的网络
传输层的主要通信技术。随着5G
时代的来临，其理论传输速度的峰
值可以达到每秒数十Gb，第五代
移动通信技术将会把移动市场推
到一个全新的高度，也将大大促进
智能硬件产业的迅速发展。

无线通信模块是实现信息交
互的核心部件，是连接智能硬件
基础感知层和网络传输层的关键

环节。从功能的角度来看，可以将
无线通信模块分为基于蜂窝网络和
非蜂窝网络（授权频谱和非授权频
谱），传统的蜂窝网络包括5G，低功
耗广域网络标准包括NB-IoT以及
eMTC；非蜂窝类网络包括我们熟
知 的 WiFi、Bluetooth 以 及 Zigbee
等，低功耗广域网络包括 LoRa 和
Sigfox。

从传输速率的角度来看，智能
硬件所使用的无线通信模块业务可
分为高速率、中速率及低速率业
务。高速率业务主要是 4G、5G 及
WiFi技术，可应用于智能摄像头、智
能车载导航等硬件产品；中速率业
务主要使用 Bluetooth、eMTC 等技
术，可应用于智能家居等高频使用
设备；低速率业务及LPWAN（低功
耗广域网），主要使用NB-IoT、Lo-
Ra、Sigfox及ZigBee等技术，可以应
用于资产追踪、远程抄表等使用频
次低的硬件产品。

3. 系统平台层

系统平台层位于智能硬件产

业链中游，是智能硬件数据分
析、处理、响应和服务的基础环
节。智能硬件系统平台层主要包
括操作系统和云平台。操作系
统可分为服务器操作系统、桌
面 操 作 系 统 和 嵌 入 式 操 作 系
统，其中嵌入式操作系统包含移
动式嵌入式操作系统；云平台只
包含智能硬件服务平台，本文具
体 分 析 了 华 为 云 、 AbleCloud、
阿里云、AWS、百度智能云、腾
讯云、京东云、机智云、深智
云、智能麦联十个智能硬件云
服务平台。

4. 终端应用层

终端应用层位于智能硬件产
业链的下游，是实现智能硬件产品
服务的价值应用环节。按照功能
属性来说，可将智能终端产品分为
智能移动通信设备、智能穿戴设
备、智能车载设备、智能健康医疗
设备、智能家居设备、工业级智能
硬件设备、智能机器人和智能无人
机8个细分领域。

全球及中国智能硬件市场规模稳步增长

智能机器人与智能家居设备逆市而为
中国智能硬件投资数量

（累计值）为3179次，投资金
额（累计值）为4614亿元。

智能硬件是指具备信息采集、处理和连接能力，并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品，是“互联网+”人工智能的重要载体。在手机、电视等终端产品实现智能
化之后，新一代信息技术正加速与个人穿戴、交通出行、医疗健康、生产制造等领域集成融合，催生智能硬件产业蓬勃发展，带动模式创新和效率提升。

赛迪顾问电子信息产业研究中心 邹德宝

（一） 驱动因素
1.政策支持驱动

随着智能硬件终端产品对生产

和消费的影响日益凸显，中央及各

地方政府先后出台对智能硬件发展

政策，并将其上升到国家顶层战略

设计的高度。自 2014 年开始先后

发布多项相关政策，为智能硬件产

业发展、突破核心关键技术以及产

品创新提供有力支持。

2.核心技术驱动

新一代信息技术的进步是推

动智能硬件终端产品向着智能化、

普及化和深度一体化发展变革的

核心驱动因素。目前，低功耗轻量

级底层软硬件技术、虚拟现实/增

强现实技术、高性能智能感知技

术、高精度运动与姿态控制技术、

低功耗广域智能物联技术及端云

一体化协同技术等已经成为具有

全局影响力、带动性强的智能硬件

共性技术，加强核心关键技术创新

发展，围绕需求与应用场景进行多

项技术的融合应用，将更加广泛和

深入地对智能硬件产业生态发展

产生共促性影响，从而重塑智能硬

件产业价值。

3.资本注入驱动

随着智能硬件产业进入商业化

阶段，智能硬件企业正在蹄疾步稳

的持续吸引资本市场。2019 年中

国智能硬件资本市场寒风再袭，截

至 12 月中旬，投融资规模为 789.65

亿元，投融资事件为 298 笔。尽管

如此，投融资规模和数量仍高于商

业化阶段初期，资本注入已经成为

促进智能硬件向着高质量发展的核

心引擎。

4.用户需求驱动

从用户对智能终端产品的需求

态度来看，大众用户对智能硬件终

端产品以积极态度为主。在 2019

年对中国智能硬件用户需求态度调

查中，66%的用户对智能硬件终端

产品持积极态度，他们普遍认为智

能硬件的发展能够在智能应用、提

升生产生活效率、提高便携度等有

积极的作用。

（二）发展趋势
在新一代科技革命、数字经济

发展和产业变革的影响下，智能芯

片、云计算、边缘计算、人工智能、

物联网和大数据等新兴技术和各

个产业相结合，给智能硬件产业向

着智能化发展和全面释放数字化潜

能带来新机遇。赛迪顾问研究发

现，未来智能硬件产业发展趋势主

要表现为四个方面：一是从“产品服

务”向着“信息服务”发展；二是从

“协同感知”向着“自主决策”发展；

三是从“小数据”向着“大数据”发

展；四是从“分工合作”向着“生态

整合”发展。

1.从“产品服务”到“信息服务”

利用新一代信息技术催生智能

硬件产业向着高质量发展并非一蹴

而就，大多数企业通常会围绕“产品

即服务”的商业模式，以产品本身为

导向，在功能、质量、成本和技术为

核心战略，通过预测性维护，实现产

品的实时优化来巩固市场核心地

位。然而，单单靠产品功能服务给

客户所带来的价值始终有限，也常

常跟不上用户需求的变化节奏。在

未来，基于信息的服务发展思路则

为满足客户的多元化服务要求提供

了新的空间。所谓信息服务就是：

数据即服务，为客户提供价值的本

质不再聚焦于产品本身，而是通过

产品所带来的数据价值和再生服

务，智能终端产品通过各类低功耗

传感器抓取数据，通过数据分析和

再造，为客户提供多元化和协同化

的需求服务；更重要的是企业可以

借助于信息服务更为迅速地了解客

户需求的变化，及时创新服务模式，

调整战略布局，最大化市场价值。

2.从“协同感知”到“自主决策”

随着智能芯片、GPU和低功耗

传感器的技术创新和感知能力的提

高，使得智能终端产品收集到的数

据量不断扩展，以及智能服务对实

时响应和预测性服务功能的需求，

智能终端产品的服务应用也从协同

感知、辅助智能向着增强感知、自主

决策阶段发展。

在此阶段，智能硬件终端产品

对感知系统、传输系统和数据分析

系统的速度和精度有着更高的要求，

一方面需要采用深度机器学习方法，

另一方面更需要向着普适计算和融

合一体化的计算发展，这样，用户能

够通过智能终端产品自主采集、分析

和判断的结果能在任何时间、任何

地点、以任何方式做出决策和执行。

3.从“小数据”到“大数据”

随着用户对智能终端产品的服

务需求不断扩大，服务应用场景不

断增多，通过终端产品收集的数据

越来越多，以数据为中心的服务演

化也将从单品智能的“小数据”阶段

向着万物交融的“大数据”阶段发

展。在服务生态圈不断扩大的同

时，跨行业平台将会整合更多来自

合作伙伴的数据，从数据的广度、深

度、速度和精度都会在数字产品的

全生命周期的价值螺旋发展中持

续扩大。

4.从“分工合作”到“生态整合”

从挖掘智能终端硬件设备的数

字化价值，进化到与尖端科技技术

深度融合以释放“协同+共享”服务

价值时，各厂商之间的合作模式也

将发生转变。而这种转变将会从现

有上下游供应链厂商之间的分工合

作阶段转变为未来万物智能服务间

的“共建+共营+共享”式生态整合

阶段。在此阶段，各个智能终端产

品的合作者将解除现有的供求关

系，合作模式将围绕不同应用场景、

不同服务赛道达到数据共建、服务

共营和价值共享的共赢能效。

“政策+科技+资本+需求”

四轮驱动国内智能硬件前行

新一代信息技术的进步是推动智能硬件终端产
品向着智能化、普及化和深度一体化发展变革的核
心驱动因素。

2006—2019年中国智能硬件投资规模分布情况

预计到 2025 年，全球智
能硬件终端产品出货量将进
一步扩大到90.58亿部。

中国智能硬件市场规模及预测

2014—2019年中国各行业总体投资分布情况

􀳊相关链接


